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摘 要

銅具有良好的材料特性，在工業界廣泛的被運用，但其強度 不高容易破壞，提高銅之機械性質又能保有其原始特性為必要

的。銅/氧化鋁複合電鍍發展數十年，其大部分研究目標皆以氧化 鋁顆粒的共鍍量為主，關於銅/氧化鋁複合電鍍之粉末共

鍍情形與 材料特性及微結構分析部分極少。 本研究以自行設計之封閉式電鍍系統與不同的電鍍參數進行 銅/氧化鋁共鍍之

研究，以場放射式掃瞄式電子顯微鏡、穿透式電 子顯微鏡觀察所得之鍍層，以X 光射線繞射儀與電子探微分析 儀、能散

分析儀、硬度量測，來瞭解製程對於鍍層微結構組織和 特性之影響。 研究結果顯示，添加鈷離子、鉈離子可提高氧化鋁

顆粒之共 鍍量，但氧化鋁顆粒共鍍之情形侷限於鍍層表面，而非均勻分散 於鍍層中。對酸性硫酸銅電鍍系統而言，添加

少量的添加劑、改 變pH 值或者不同電鍍系統，可調整鍍層的優選方位，結晶缺陷和 硬度。
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